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证券代码：601908           证券简称：京运通        公告编号：2024-046 

 

北京京运通科技股份有限公司 

关于对全资子公司增资的公告 

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 

 
重要内容提示： 

 增资公司名称：乐山市京运通半导体材料有限公司（以下简称“乐山半

导体”） 

 增资金额：北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“京运

通”）拟以前期投入的资金 114,955.00 万元（人民币，下同）对全资子公司乐山

半导体进行增资。 

 本次增资事宜不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理

办法》规定的重大资产重组。 

 本次增资事宜已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，无须提交公

司股东会审议。 

 

一、本次增资事项概述 

（一）本次增资的基本情况 

根据公司战略布局和经营发展的需要，为了提高乐山半导体的资金实力并优

化其资产负债结构，公司拟以前期投入的资金对乐山半导体增资 114,955.00 万元。 

（二）董事会审议情况 

公司于 2024 年 10 月 29 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关

于对全资子公司增资的议案》，同意公司以前期投入的资金对乐山半导体增资

114,955.00 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关

规定，本次增资事项无须提交公司股东会审议。 
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（三）本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管

理办法》规定的重大资产重组。 

二、增资子公司的基本情况 

（一）增资子公司基本信息 

1、公司名称：乐山市京运通半导体材料有限公司 

2、统一信用代码：91511112MA69W58Q8J 

3、注册资本：45,045.00 万元 

4、成立时间：2021 年 9 月 7 日 

5、法定代表人：谢月云 

6、注册地址：四川省乐山市五通桥区金粟镇十字街 10 号 

7、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；光伏设备及元器件制造；电

子专用材料研发；光伏设备及元器件销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制

品销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；机械电气设备销

售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；太阳能热利用装备销售；太阳

能热利用产品销售；机械电气设备制造；电子专用材料销售；机械设备租赁；技

术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；

货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展

经营活动）。 

（二）股权结构 

公司直接及间接持有乐山半导体 100%股权。 

（三）最近一年又一期的主要财务指标 

截至 2023 年 12 月 31 日，乐山半导体资产总额 312,136.42 万元，负债总额

294,278.23 万元，净资产 17,858.19 万元，资产负债率为 94.28%；该公司 2023

年度实现营业收入 70,568.60 万元，净利润-9,625.41 万元。（以上数据已经审计） 

截至 2024 年 9 月 30 日，乐山半导体资产总额 333,852.36 万元，负债总额

320,209.43 万元，净资产 13,642.93 万元，资产负债率为 95.91%；该公司 2024

年 1-9 月实现营业收入 79,672.49 万元，净利润-39,620.26 万元。（以上数据未经

审计） 

三、本次增资方案 

公司本次拟以前期投入的资金114,955.00万元增加乐山半导体注册资本。 
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增资前后，乐山半导体注册资本变化 

                                                  单位：万元 

被增资对象 增资方案实施主体 增资前注册资本 增资金额 增资后注册资本 

乐山半导体 京运通 45,045.00 114,955.00 160,000.00 

 

四、本次增资对公司的影响 

本次公司以前期投入的资金对全资子公司乐山半导体进行增资，有利于优化

其资产负债结构、提升其资金实力，符合公司发展战略规划和长远利益。本次增

资不存在损害公司及全体股东利益的情况，增资完成后乐山半导体仍为公司的全

资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。 

五、本次增资的风险分析 

本次增资对象为公司的全资子公司，风险可控，但仍可能面临宏观经济、行

业发展、政策等方面的风险。公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。

敬请广大投资者注意投资风险。 

 

特此公告。 

 

北京京运通科技股份有限公司董事会 

                                        2024 年 10 月 30 日 


